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投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本
金。投资者应注意:

• Global X中国半导体ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经
济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。

• 半导体行业或会特别受经济或市场影响，包括但不限于国内及国际竞争压力、半导体行业迅速发展的特质令产品容易过时、
半导体公司客户的经济表现以及资本设备开支。从事半导体行业的公司往往研发开支繁多及庞大或会导致市场上半导体行业
内所有公司的证券价值下跌。

• 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发
达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。

• 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能
以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

• 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具（主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报
掉期交易）。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融
衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响，可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱
部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。

• 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基
金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能
有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
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▪ 中国半导体市场规模庞大，国产化率尚有显著提升空间，目前中国品牌占全球需求的 35%，而产能
供应仅占 7%。

▪ 随着特朗普连任后地缘政治的不确定性加剧，国内企业凭借成本优势和快速服务，将进一步加速国内
替代进程。

▪ 中国政府致力于实现科技自立自强，政策支持力度加大，加上资本投资的增加，将进一步推动中国半
导体行业的发展。中国半导体生产能力在整个价值链中的竞争力日益增强。

基金资料 板块分布

资料来源: Factset, 2025年1月

中国半导体的本土化率低十大持仓

资料来源: FactSet, 2025年1月31日 资料来源: WSTS, BofA, 2024年7月

基金上市日期 2020.08.07

一年内持续收费1 0.68%

交易所 香港交易所

相关指数2 FactSet中国半导体指数

资料来源: 未来资产, 2025年2月。 1. 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支
付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。持续收费数字为年度化数
据，乃根据基金的持续开支计算，并以基金同时期的平均资产净值的百分比显示。此
数字每年可能有所变动。基金采用单一管理费结构，即将以基金的资产支付一笔划一
的费用，以支付基金的所有成本 、费用及开支。单一管理费不包括与基金订立的金融
衍生工具（包括掉期）相关的费用。基金的持续费用定于基金资产净值的0.68%，相
等于现时基金管理费的收费率。为免生疑，超逾基金持续费用（即管理费）的任何基
金 持续开支应由管理人承担及不应由基金支付。进一步详情请参阅产品数据概要及基
金说明书。2相关指数乃提供投资的净总回报、自由流通市值加权指数。净总回报指数
为绩效可反映对股息或年利息支付额，扣除任何预提税项（包含任何特别征收费用）
进行的再投资的指数。

按设备类型划分的中国本地化率
公司名称 占比(%)

中芯国际 10.68

兆易创新 8.45

中微半导体 6.94

澜起科技 6.44

北方华创科技 6.24

上海韦尔 6.04

京东方科技 5.91

江苏长电 5.82

盛美半导体 4.35

三安光电 3.66
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资料来源: Wind, 2024

美国制裁可能加速中国半导体的本地化进程

资料来源: 美国商务部，中信证券，2024年12月

Global X中国半导体ETF (3191/9191)
仅供香港投资者使用

持续增长的资本支出为行业增长提供强劲支持

数据源：高盛，2024

在2023 年的行业低谷后持续复苏

数据源：国家统计局，高盛， 2024年11月

政府加强在资金方面的支持

中国半导体：市场广阔，本地化率仍有提升空间

资料来源: 公司资料, 高盛, 2023年2月

中国集成电路月度产量同比中国半导体的资本支出趋势
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中国半导体投资基金注册资本（十亿人民币）
制裁方向 限制条件

AI算力芯片
AI算力芯片的购买和制造都被限制，几乎所有的
中高端算力芯片都被限制

先进制造
限制Logic 14nm以下、3D NAND 128层以上和
DRAM 17nm以下的制造能力

制造设备
先进制造相关的美系设备、零部件等产品均限制
购买

EDA 限制GAAFET结构集成电路所必需的EDA 软件
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